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General Spec & 

tolerance
Etching Capability D W

Plate thickness(T)Plate thickness(T) Minimum hole dia(D)Minimum hole dia(D) Hole dia(D)Hole dia(D) Minimum slit width(W)Minimum slit width(W) Tolerance(D&W)Tolerance(D&W)

▣ Line width & Distance

0.020 ~ 0.050 mm 0.050 mm 0.080 mm 1.5 × T ± 0.01 mm
0.075 ~ 0.100 mm 0.080 mm 0.100 mm 1.2 × T ± 0.01 mm
0.120 ~ 0.250 mm 0.7 × T 1.1 × T 1.0 × T ± 0.02 mm
0.300 ~ 0.500 mm 0.7 × T 1.1 × T 0.9 × T ± 0.03 mm
0.050 mm 以上 0.8 × T 1.0 × T 0.8 × T ± 0.05 mm

Plate thickness(T)Plate thickness(T) Minimum hole diaMinimum hole dia PitchPitch Hole diaHole dia

▣ Hole Size ▣ Pitch Tolerance

0.050 mm > 0.060 mm
0.050 ~ 0.100 mm 1.0 × T

0.100 mm < 0.9 × T

10 mm > 0.005 mm
10 ~ 100 mm 0.01
100 ~ 300 mm 0.01

▣ H lf Et hi▣ Corner Rounding
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0.25 × T < 0.5 × T <

“D” = 0.8 × TD
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▣ Half Etching▣ Corner Rounding

- ISOTRONICS CO.,LTD. -




